Wirtschaftliche Kr}se trifft auftechnoFg,ische Herausforderungeni

Die EDA-Industrie steckt mitten im Tunnel

Im Krisenjahr 2001 ging es der EDA-Industrie noch glanzend, doch
mittlerweile hat auch diese Branche der Abschwung erfasst. Doch
das ist nur eines der Probleme, mit denen die EDA-Hersteller zu
kampfen haben. Auf der technologischen Seite stehen weit grofie-
re Herausforderungen bevor, die es zu l6sen gilt.

von Erich Barke
und Ralf Popp*

Als im Jahre 2001 die Halbleiter-
industrie in ihr bislang tiefstes Tal
stiirzte, ging es den EDA-Firmen
blendend. 2001 war das umsatz-
starkste Jahr in ihrer Geschichte.

Erich Bnrkg, edacentrum

99 Wenn wir diese Herausforderung
in Zeiten knappen Geldes bewltigen
wollen, dann diirfen wir uns aber
nicht nur mit den technischen
Problemen beschiftigen. {{

Das vierte Quartal lieferte noch
einmal ein Rekordergebnis auf
demselben Niveau wie ein Jahr
zuvor. So horte man allerorten
das Lob fiir die Manager der
Halbleiterindustrie, die auch in
schweren Zeiten den Mittelein-
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satz fiir die Zukunftssicherung
nicht verringerten und weiterhin
kraftig in EDA zur erforderlichen
Verbesserung der Produktivitdt
ihrer Chipentwicklung investier-
ten.

Vorbei. Nun ist auch in der
EDA-Industrie die Krise ausge-
brochen. Die Umsdtze gehen
deutlich zuriick. Cadence und
Mentor Graphics fuhren im zwei-
ten Quartal erhebliche Verluste
ein, Synopsys folgte mit einem -
sicher im wesentlichen durch den
Merger mit Avanti bedingten -
Rekordverlust im dritten. Viele
sind der Meinung, dass die Tal-
fahrt gerade erst begonnen hat
und natiirlich hort man auch
nichts mehr von der Weisheit der
Halbleiterindustrie, sondern singt
wieder das Lied von den Kunden,
die ihre Lieferanten strangulieren
und ihnen keine Mdglichkeit las-
sen, die dringend notwendigen
F&E-Anstrengungen aus dem Um-
satz zu finanzieren.

Niemand weif} heute, wie lang
der vor uns liegende Tunnel ist,
jedenfalls ist es derzeit schwie-
rig, das Licht an seinem Ende zu
erkennen. Noch schlimmer ist,
dass es in diesem Tunnel beson-
ders dunkel ist, denn in der sehr
schwierigen wirtschaftlichen Si-
tuation sehen wir uns nach
wie vor allergrofiten technischen
Herausforderungen ausgesetzt.

Der Design-Gap ist langst im
Alltag der Produktentwicklung
angekommen. Bei grofien Projek-
ten werden nur noch in Ausnah-
mefdllen Kosten- und Terminpla-
ne eingehalten. Der verzweifelte
Versuch, die Termine mit erhoh-

tem Personaleinsatz zu halten,
fithrt zu steigenden Problemen im
Bereich des Projektmanagements
und verschlimmert mit den damit
verbundenen Kosten die wirt-
schaftliche Situation. Es kann des-
halb kein Zweifel daran bestehen,
dass die routinemafiige Entwick-
lung von Chips mit 100 Millionen
Transistoren und mehr dramati-
sche Verbesserungen der Ent-
wurfsabldufe, der Entwurfskapa-
zitat und der Entwurfsprodukti-
vitdt erfordert.

Leider wird die Diskussion
iiber Produktivitdt in der Ent-
wicklung jedoch haufig auf die
entsprechenden Werkzeuge ver-
kiirzt. Bessere Werkzeuge allein
koénnen aber unmdglich die be-
notigte Produktivitatssteigerung
erbringen. Es ist deshalb wichtig,
den Blick der EDA-Verantwortli-
chen zu weiten und sich auf einer
héheren Ebene mit Entwick-
lungsstrukturen und -prozessen
auseinander zu setzen. Dabei
werden in Zukunft bisher hoch-
geschitzte Eigenschaften wie
Kreativitdt und Flexibilitdt zu-
gunsten bewadhrter (Sekundar-)
Tugenden wie Genauigkeit und
Piinktlichkeit an Bedeutung ver-
lieren miissen, so weh dies auch
tut.

Zu wenig Aufmerksamkeit
wird in vielen Entwicklungsbe-
reichen auch der Tatsache gezollt,
dass Systeme (auch solche auf ei-
nem Chip) aus mehr als Hard-
ware bestehen. Systementwick-
lung bedeutet u.a. Hardware und
Software als gleichrangige Kom-
ponenten im Entwurf zu betrach-
ten, sowie die Partitionierungs-
und Integrationsaufgabe bis hin
zum Systemtest und der System-
anwendung sorgfaltig zu planen
und in der Durchfiihrung zu iiber-
wachen.

Einer der wichtigsten Ansatze
zur Produktivitdtserh6hung ist

zweifellos die Wiederverwen-
dung erprobter Teile (Reuse), in
anderen Branchen ein gangiger
Ansatz. In der Mikroelektronik
stofien wir dabei nach wie vor auf
erhebliche Schwierigkeiten. Die-
se sind nur zum geringen Teil
technisch bedingt. Vielmehr feh-
len die erforderliche mentale Ein-
stellung (Stichwort Kreativitat)
und die fiir den Handel mit soge-
nanntem Intellectual Property
(IP) notwendigen Geschaftsmo-
delle. Die Mikroelektronikindus-
trie steht hier vor einer wichtigen
Zdasur, da eine weitere Konzen-
tration auf Schliisselqualifikatio-
nen erfolgen muss und die ehe-
mals vertikal integrierten Halb-
leiterhduser einen weiteren In-
dustriezweig ausgriinden wer-
den. In den 70er Jahren war es die
Equipmentindustrie, in den 80er
Jahren die EDA-Industrie; in den
90er Jahren folgte die Entstehung
der Silicon-Foundries und in die-
sem Jahrzehnt wird sich eine
eigenstandige IP-Industrie eta-
blieren. Nachdem allerdings das
Thema Reuse in den vergangenen
Jahren zu recht besondere Auf-
merksamKeit genossen hat, ist es
in letzter Zeit wieder in den Hin-
tergrund getreten, nicht zuletzt
deshalb, weil der IP-Industrie die
Erfolgserlebnisse noch versagt ge-
blieben sind. Auch in diesem
Tunnel ist es derzeit dunkel, aber
Weg und Ziel bleiben Klar.

Ein anderer Weg, die System-
komplexitdt beherrschbar zu hal-
ten, fiihrt iiber die weitere Ab-
straktion des Entwurfsvorgangs
auf hoheren Entwurfsebenen.
Hier hat es wesentliche Fort-
schritte gegeben und diese wer-
den sich im vor uns liegenden
Jahr fortsetzen. Die Entwicklung
und Standardisierung von Spezi-
fikations- und Modellierungs-
sprachen oberhalb von VHDL
und Verilog ist vorangekommen.
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Derzeit ist ein deutlicher Trend zu
SystemC erkennbar. Fiir diese
Sprache spricht, dass inzwischen
alle groRen EDA-Anbieter und
viele Anwender hinter ihr stehen.
Gestiitzt durch die Etablierung
von Werkzeugen verlassen An-
wender inzwischen die Phase des
Ausprobierens und etablieren
SystemC in ihrer Systementwick-
lung. Fehlt eigentlich nur noch die
Standardisierung von SystemC,
was die Open SystemC Initiative
(OSCI) auch schon als strategi-
sches Ziel fiir 2004 formuliert hat.

Aber auch wenn SystemC der
Goliath unter den System-Level-
Sprachen ist, sind weitere Initia-
tiven durchaus bedeutend. So
verbindet die neue Verilog
Generation »SystemVerilog« die
Sprachen Verilog und C/C++.
Die so entstandene Obermenge
von Verilog ermdglicht die Unter-
stiitzung wesentlich hoherer Ab-
straktionsebenen, zielt allerdings
im wesentlichen auf Simulation
und Verifikation.

Hier - in der Verifikation von
Systementwiirfen - liegt im tibri-
gen ein weiteres zentrales Pro-
blem der EDA-Welt. Bereits heu-
te {ibersteigt in groflen Projekten
der Verifikationsaufwand den De-
signaufwand betrdchtlich. Den-
noch bleibt die Verifikation aus
prinzipiellen Griinden unvoll-
standig und erfiillt auch in prak-
tischer Hinsicht hdufig nicht mehr
die zu stellenden Anforderungen.
Der Pentium-Bug ist noch in Er-
innerung, er wird sich wiederho-
len. SchlieRlich ist auch bei der
Verifikation keine Losung durch
einzelne Werkzeuge zu erwarten.
Systemverifikation bedeutet viel-
mehr das Zusammenspiel und die
Integration zahlreicher hochste
unterschiedlicher Methoden. Da-
zu gehoren die Simulation auf al-
len Abstraktionsebenen, die for-
male Verifikation von Hard- und
Software, aber auch die Bereit-
stellung von Testumgebungen
und Verifikationssprachen sowie
schlieRlich die Emulation und das
Rapid-Prototyping. Hier eine in-
tegrierte Losung zu schaffen, die
eine nahtlose Verifikation hete-
rogener Systeme ermoglicht, ist
ein groflen Anliegen aller Pro-
duktentwickler und eine grofie
Aufgabe fiir die EDA-Industrie.
Neben den angedeuteten Heraus-
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forderungen infolge der System-
komplexitat (System Complexity)
stehen gleichrangig die Probleme,
die durch die Realisierung des
Systems im Silizium verursacht
werden (Silicon Complexity). Im-
mer deutlicher sehen wir, wie die
Eigenschaften der physikalischen
Realisierung den Entwurf auf
hoheren Ebenen beeinflussen.
Auch in diesem Bereich haben
wir in letzter Zeit Fortschritte ge-
sehen, junge Firmen wie Monte-
rey oder Magma haben wesentli-
che Beitrdge zur Integration von
funktionalem und physikali-
schem Entwurf geleistet. Auch
hier bleibt jedoch viel zu tun, da
mit weiter sinkenden Struktur-
grofen zahlreiche Probleme sich
weiter verscharfen.

Ein gutes Beispiel dafiir ist das
Thema Low Power. Bedingt
durch dramatisch ansteigende
Leckstrome in den kommenden
Technologiegenerationen miissen
in Zukunft alle Mdglichkeiten
zur Leistungsaufnahmereduktion

-ausgeschopft werden. Dies be-

ginnt beim Design des Einzel-
transistors und reicht tiber die Mi-
nimierung von Speicherzugriffen
bei der Softwareentwicklung bis
hin zu intelligenten Stromspar-
konzepten auf Systemebene. Hier
offnet sich ein weites Feld fiir die
EDA-Forschung.

Beinahe schon traditionell im
Tunnel steckt der Analogentwurf,
der sich nun zunehmend als Fla-
schenhals bei der Entwicklung
von Mixed-Signal-Chips erweist.
Waihrend das Thema Analog-IP
als Produktivitatssteigerungsbei-
trag sehr umstritten diskutiert
wird, ohne dass dabei nennens-
wert konkrete Losungen zur
Sprache kommen, hat sich im Be-
reich der Analogsynthese einiges
getan. So kam im Jahr 2001 grofie
Euphorie auf, als bemerkenswer-
te Fortschritte im Bereich der au-
tomatisierten Dimensionierung
analoger Schaltungen publiziert
wurden. Leider hat dies zu kei-
nem nennenswerten Wandel
beim Einsatz dieser Verfahren ge-
fithrt, was an dem Mangel an
Durchgangigkeit der verfligbaren
Werkzeuge liegt. Mit Neolinear,
Barcelona Design und Antrim gibt
es inzwischen zwar kommerziel-
le Angebote, doch abgesehen von
kleineren Verbesserungen gelang

keinem bisher der »grofte Wurf«.
Ein solcher miisste schlief’lich be-
deuten, dass eine von Bibliothe-
ken unabhdngige automatische
Topologiesynthese machbar ist.

Viele Tunnel liegen
noch vor uns

Die wenigen herausgegriffe-
nen Themen haben deutlich ge-
macht, wie viele Tunnel im Be-
reich EDA noch vor uns liegen.
Die - bisher stets sehr prozess-
technologielastige »International
Technology Roadmap for Semi-
conductors« (ITRS) stellte in ihrer
jlingsten Version erstmals die Ent-
wurfsproblematik in den Vorder-
grund und folgerte: »Cost of de-
sign is the greatest threat to con-
tinuation of the semiconductor
roadmap«.

Wenn wir diese Herausforde-
rung in Zeiten knappen Geldes
bewaltigen wollen, dann diirfen
wir uns aber nicht nur mit den
technischen Problemen beschafti-
gen, sondern miissen uns auch die
Frage stellen, was denn der geld-
werte Vorteil von EDA ist und wie
wir das Ergebnis einer EDA-In-
vestition messen wollen. Dies er-
fordert zundchst eine sorgfaltige
Analyse der Entwicklungsstruktu-
ren und -prozesse und darauf auf-
bauend die Entwicklung verbes-
serter Mefisysteme zur Erfassung
der Entwurfsproduktivitdt und ih-
rer Einflussgrofen. Nur wenn es
gelingt, den Entwurf sowie die
Wirkung von EDA-Werkzeugen
zu seiner Beherrschung und stan-
digen Verbesserung messbar zu
gestalten, werden wir es auch
schaffen, das Management fiir die
erforderlichen Investitionen zu ge-
winnen. Dies gilt insbesondere
dann, wenn es ndtig ist, mehr
Geld auszugeben als bisher.
Hohere Investitionen gibt es, wie
jeder weifl, nur dann, wenn der
Riickfluss gesichert ist. Dazu aber
miissen wir ihn erst einmal bere-
chenbar machen.

Werfen wir abschliefend einen
Blick auf die Situation in Europa.
Hier hat sich die Mikroelektroni-
kindustrie in den letzten zehn Jah-
ren duflerst positiv entwickelt, wie
ein Blick auf die Top-Ten des
Halbleitermarktes zeigt. Sichtbar
ist auch, dass die Firmen wieder
erhOhte eigene Anstrengungen

zur Sicherstellung ihrer Entwurfs-
fahigkeit unternehmen. Die EDA-
und Methodik-Abteilungen sind
durchgéngig gewachsen und wer-
den es weiter tun. In Deutschland
hat erfreulicherweise auch das
Bundesministerium fiir Bildung
und Forschung (BMBF) die Zei-
chen der Zeit erkannt. Es fordert
die Entwurfstechnik in zuneh-
mendem Umfang. In den letzten
zwei Jahren wurden Projekte mit
einem Volumen von nahezu 100
Millionen Euro - zum einem ho-
hem Prozentsatz tbrigens eu-
ropdische Verbundprojekte im
Rahmen von MEDEA+ auf den
Weg gebracht. Mit der von der
deutschen Industrie unter Unter-
stiitzung des BMBF erfolgten
Griindung des edacentrum e.V. in
Hannover ist dieser positiven Ent-
wicklung sichtbar Ausdruck ver-
liehen worden. Neben seinen Auf-
gaben bei der Initiierung, Begut-
achtung und Unterstiitzung dieser
industriegefiihrten Projekte, sowie
der damit einhergehenden Offent-
lichkeitsarbeit, wurde in diesem
Jahr das erste sogenannte Basis-
forschungsprojekt gestartet, das
sich mit dem bisher ungelosten
Problem der analogen Struktur-
synthese auseinandersetzen wird.
Weitere Basisforschungsprojekte,
die ausschlieRlich von Universita-
ten und anderen Forschungsein-
richtungen durchgefiihrt und von
BMBF und der Industrie finanzi-
ell unterstiitzt werden, sollen fol-
gen. Ihr Ziel ist es, bei langfristig
angelegten Schliisselthemen der
deutschen Industrie vorhandene
Forschungskompetenzen zu biin-
deln und neue aufzubauen.

Mit dem jiingst erstmals in
Hannover veranstalteten edaFo-
rum etabliert das edacentrum ei-
ne neuartiges Diskussionsveran-
staltung fiir Entscheider im EDA-
Bereich. Neben technischen Fo-
kusthemen (in diesem Jahr »Ana-
log« und »Verifikation«) sollen
erstmalig auch die oben ange-
sprochenen Wirtschaftlichkeits-
aspekte von EDA vor einem
groferen Auditorium diskutiert
werden. Das edacentrum leistet
damit einen Beitrag zur Bewusst-
seinsbildung in Management, Po-
litik und Offentlichkeit, nicht zu-
letzt mit dem Ziel, das Licht am
Ende des EDA-Tunnels ein wenig
heller zu machen. (wi) |
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